国家科技重大专项

 “极大规模集成电路制造装备及成套工艺”

2011年项目指南

为推动我国集成电路制造产业的发展，提升我国集成电路制造装备、工艺及材料技术的自主创新能力，充分调动国内力量为重大专项的有效实施发挥作用，国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”根据实施方案和“十二五”实施计划，安排一批拟于2011年启动的项目在全国公开发布，通过竞争择优方式选择优势单位，组织产学研用联盟承担项目。

项目申请范围

根据附件1列出的项目指南说明，进行项目申请，编制《项目申报书》。

项目申报与组织方式

由专项实施管理办公室组织，通过工业和信息化部、教育部、中国科学院、各省（计划单列市）科委（厅、局）向所辖企事业单位发布指南。

申请单位编制项目申报材料，由行业主管部门或各省（计划单列市）科委（厅、局）汇总后统一报送专项实施管理办公室。汇总上报的主管部门需出具正式呈报公函（含项目清单、申报概算表）和落实地方资金的承诺。

专项实施管理办公室对各地方（部门）申报项目进行汇总后，由专项总体组组织专家进行申请材料初审，筛选符合指南要求的单位提交专项办公室，由专项办公室组织评审委员会进行正式评审和重点项目复审，依据评审结果择优委托主承担单位，在专项总体组指导下组织产业联盟和产学研用联盟承担项目。

项目申报单位基本要求
在中国境内注册的中资控股企业，注册资本为申请国拨经费的10%以上。

具备独立法人资格的科研院所和高校等事业单位。

同一单位本次主承担项目原则上不超过2项。同一个人负责项目及下设课题/子课题不能超过1项，参与项目不能超过1项。
资金集成要求

有资金集成要求的项目，需由地方政府或行业主管部门按照指南要求比例提供出资承诺。最终金额以项目立项后财政审核批复预算为依据。

报送要求

每个项目报送《项目申报书》纸质材料一式3份（具体要求见附件3）及电子版（光盘）1份，以及其它材料（见附件2）。
联系方式

联系人：张国铭、高华东、吴如菲

联系电话：010－51530051，51530052

电子邮件：gaohuadong@sevenstar.com.cn
通讯地址：北京市海淀区知春路27号（大运村）量子芯座集成电路设计园403室

邮    编：100083

截止时间

2010年5月24日17：00前送达专项实施管理办公室。

附件1

2011年项目指南说明

集成电路关键制造装备产品

项目任务：32-22nm栅刻蚀机产品研发及产业化
项目编号：2011ZX02101
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研究开发面向32-22nm极大规模集成电路生产线的栅刻蚀设备，突破高温E-Chuck等关键技术，研究相关高k介质和金属栅的刻蚀工艺，取得核心自主知识产权，满足32-22nm主流集成电路栅刻蚀工艺要求，性能指标达到同类产品国际先进水平，并通过集成电路大生产线的考核与用户认证，具备产业化能力及市场竞争力。2013年首台设备产品进入大生产线考核，2014年通过考核，并实现3台以上的销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：45-22nm超低能注入设备产品研发及产业化
项目编号：2011ZX02102
项目类别：集成电路关键制造装备产品
项目目标：研究开发面向45-22nm集成电路工艺要求的超低能大束流离子注入机，研究超浅结注入工艺，取得核心自主知识产权。性能指标达到同类产品国际先进水平，完成相关工艺开发，并通过集成电路大生产线的考核与用户认证，具备产业化能力及市场竞争力。2012年首台设备产品进入大生产线考核，2013年通过考核，2014年实现2台以上的销售。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。
执行期限：2011－2014年
资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：45-22nm互连镀铜设备研发与产业化

项目编号：2011ZX02103
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研究开发面向45-22nm集成电路工艺的镀铜设备，研究相关镀铜工艺，取得核心自主知识产权，满足45-22nm主流集成电路工艺的相关参数要求，性能指标达到国际同类产品的先进水平，2012年设备进入大生产线考核，2013年完成考核，实现10-20台的销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：高性能外延炉设备研发与产业化
项目编号：2011ZX02104
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研究开发减压和常压外延设备产品并实现产业化，研究开发面向45-32nm应变硅工艺的超高真空化学气相淀积选择性外延设备。取得核心自主知识产权，性能指标达到国际同类产品的先进水平，2013年进入大生产线考核,2014年完成考核并实现销售。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：45-32nm LPCVD设备产业化
项目编号：2011ZX02105
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研究开发面向45-32nm工艺的LPCVD设备，研究相关工艺，取得核心自主知识产权，性能指标达到国际同类产品的先进水平，2013年进入大生产线考核,2014年完成考核，实现销售5台以上销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：300mm硅片前道光刻匀胶显影设备研发与产业化

项目编号：2011ZX02106

项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研制完成300mm硅片前道光刻匀胶显影设备，自主研发关键零部件、开发相关工艺，取得自主知识产权，满足65－45纳米主流工艺的相关参数要求，性能指标达到同类产品国际先进水平，2012年进入生产线考核及用户认证，2013年完成考核，实现5台以上销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：45-22nm OCD检测系统研发与产业化

项目编号：2011ZX02107

项目类别：产品开发与产业化

项目目标：开发45－22nm集成电路设备用OCD嵌入式模块产品与设备研发，实现与相关设备的集成，满足膜厚、线宽、图形形貌等工艺测量要求，取得自主知识产权，满足45－22纳米主流工艺的相关参数要求，性能指标达到同类产品国际先进水平，2011年完成与45-22nm刻蚀机等设备的集成应用以及45-22纳米集成电路大生产线的考核认证，具备产业化能力及市场竞争力，并完成3台以上的示范应用。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：0.5

项目任务：45-22nm工艺检测设备研发与产业化
项目编号：2011ZX02108
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：面向45-22nm工艺需求，研究开发缺陷、颗粒、化学沾污等工艺测试分析设备产品，通过生产线考核与认证，并实现销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企、事业单位，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2015年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1: 0.5

项目任务：先进掩膜制造工艺与设备研制

项目编号：2010ZX02103
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：面向集成电路掩膜版的制造要求，开展130－65nm掩模制造工艺研究开发，具备高端掩模版规模制造能力，通过用户考核认证。

开展制版关键设备研制，突破图形生成、腐蚀、清洗、检测和图形修补等设备关键技术，研制设备产品，掌握制造和集成工艺，取得自主知识产权；产品通过生产线考核与用户认证，具备产业化能力及市场竞争力。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务： 300mm IC生产线自动物料搬运系统研发与应用

项目编号：2011ZX02109
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研发面向300mm集成电路生产线的自动物料搬运系统。符合SEMI相关标准。研发通用标准的晶片工艺制造设备的外接晶片装载设备，可以与多数工艺生产设备相结合。2012年进入大生产线考核, 2013年通过考核，实现销售及示范应用。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

装备共性技术与关键零部件产品

项目任务：IC装备特种精密零部件加工及表面处理技术
项目编号：2011ZX02402

项目类别：公共平台与关键技术

项目目标：建立面向300mm集成电路生产线工艺装备特殊需求的精密机械零部件制造及表面处理、光学部件加工等支撑平台，突破超精密机械零件加工技术、超精密光学部件制造技术、集成电路装备高端部件所需表面处理、清洗、超洁净包装等技术，满足国内关键IC装备零部件制造的相关工艺要求，制造能力和制造技术达到国际先进水平，具备批量加工制造能力，2012年通过5家以上国内整机制造企业的考核与用户认证，并开展应用服务。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是非整机研发、专业从事部件加工服务、具备大批量加工设备的独立法人企业或企业性质的研究所，熟悉集成电路高端零部件、光学部件制造特殊工艺需求，具有完善的管理体系及质量保证体系，有稳定的技术队伍和加工制造经验。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：低温真空泵系列产品开发与产业化
项目编号：2011ZX02406

项目类别：产品开发与产业化
项目目标：研究开发极大规模集成电路装备用低温真空泵系列产品，性能指标达到同类产品国际先进水平，通过5家以上高端整机用户的考核与采购认证，具备产业化能力及市场竞争力，获得超过200台的销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：集成电路生产线自动化调度控制软件技术

项目编号：2011ZX02403
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研发面向极大规模集成电路生产线的生产调度软件产品和封装生产线自动化系统软件产品。研究生产资源的调度优化、生产过程的实时监视、异常预警、质量控制等技术，自主研制出相关大生产线制造执行系统软件产品，满足集成电路制造、封装与测试生产线的高实时性、高产率、高成品率的需求；建立客户支持服务体系，并在3家以上企业得到验证与应用，签订长期合作与服务合同。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是非用户单位的独立法人专业自动化软件企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。团队需熟悉集成电路生产线自动化调度与控制技术，具有完善的管理体系及质量保证体系，有稳定的技术队伍和行业经验。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：0.5

项目任务：IC装备多领域建模工艺仿真与多学科协同设计通用平台

项目编号：2011ZX02404

项目类别：关键技术研究

项目目标：面向极大规模集成电路制造装备整机设计和产品开发的需求，研究工艺腔室中流场、热场、电磁场、等离子体等多场强耦合的多领域建模与仿真技术、多学科协同设计技术，开发集成电路装备整机建模与仿真和多学科协同设计平台，形成实用化的软件工具，提供完整的技术解决方案和成果产业化转移方案，并在4家以上典型集成电路制造装备的设计与产品开发中取得实际应用，通过用户企业的考核认证。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的非整机企、事业单位，依托企业组织产学研用联盟，并建立稳定的软件服务平台。

执行期限：2011－2014年

项目任务：集成电路制造设备、工艺、材料创新技术研究

项目编号：2011ZX02405
项目类别：前瞻性研究 

项目目标：面向未来集成电路发展，研究新原理制造设备与工艺、高迁移率材料为有源层的新器件技术、片内光互连技术、石墨烯器件技术等创新技术，形成新器件与电路设计、制造所需的设备、工艺、材料综合解决方案，关键技术取得工程性突破并在专项先导工艺中心得到原理性验证，为进入实际生产应用开发奠定基础。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企、事业单位，研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，组织产学研用联盟联合承担项目。

执行期限：2011年－2014年

成套工艺与产品工艺

项目任务：面向下一代通讯、多媒体、数字家电产品的集成制造工艺及产品服务平台

项目编号：2011ZX02501
项目类别：产品工艺开发与产业化

项目目标：基于300mm生产线开发出65-45nm高速、低功耗、处理器与存储器（含嵌入式）、数模混合、射频、SOI等产品工艺；

突破可制造性设计技术，建立完善的面向用户产品设计的单元库和IP库，形成集成制造平台与产品设计服务平台。为国内设计单位提供不少于20个免费工程批用于产品研制。

经过10个以上典型高端产品（包括01、03专项支持产品及其他国内设计产品）的批量生产验证。

进行国产设备的验证考核与试用。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的集成电路芯片大型制造企业，组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励制造企业与IP核及芯片产品设计单位联合承担。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1 : 1.5
项目任务：32-28nm产品工艺开发
项目编号：2011ZX02507
项目类别：工艺开发与产业化

项目目标：基于300mm生产线研究开发32-28nm低功耗、低漏电成套产品工艺，形成较为完善的自主知识产权体系；

建立完整的设计单元库、模型参数库和IP库及可制造性设计解决方案，形成完善的产品设计服务体系。为国内设计单位提供不少于20个免费工程批用于产品研制。

2013年完成典型产品的生产，2014年实现5种以上产品（包括01、03专项支持产品及其他国内设计产品）的规模化量产。

进行国产设备的验证考核与试用。 

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的集成电路芯片大型制造企业，组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励制造企业与IP核及芯片产品设计单位联合承担。

执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5

项目任务：高压高功率电力电子芯片工艺开发与产业化

项目编号：2011ZX02502
项目类别：产品工艺开发与产业化

项目目标：面向智能电网、电动汽车、高速铁路、家电产品和工业控制等应用，开发薄硅片（FS与NPT）高压高功率IGBT及配套器件产品工艺（基于200mm大规模生产线），研制出6种以上1700V、2500V、3300V高压高功率IGBT及配套器件产品并实现量产；

建立开放的产品设计制造服务平台，为国家发改委、科技部等相关电力电子器件发展计划提供制造服务与支撑；

开展4500－6500V高压IGBT芯片关键技术研究，研制出合格产品。

研究开发高速低功耗600V以上功率芯片产品工艺，形成完整的产品设计、制造、封装解决方案并实现量产。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的大型集成电路芯片制造企业，并组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励生产企业与产品设计单位、用户单位联合承担，并与模块封装项目申请单位结成产业链联盟。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5

项目任务：硅基射频功率芯片工艺开发与产业化
项目编号：2011ZX02503
项目类别：产品工艺开发与产业化
项目目标：面向物联网、无线通信、消费电子等领域应用需求，开发BV ceo=7-8V、Ft=15 - 40GHz的SiGe功率HBT制造工艺；

突破封装与可靠性评测技术，5种以上高性能射频单芯片功率放大器（PA）产品实现批量生产与销售；

建立产品设计服务平台，并为01、03专项及其他国家计划支持产品提供制造服务与支撑。为国内设计单位提供不少于20个免费工程批用于产品研制。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主要承担单位要求是独立法人的集成电路制造企业，组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励生产企业与设计单位联合承担。

执行期限：2011—2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5

项目任务：与CMOS生产线兼容的MEMS规模制造技术
项目编号：2011ZX02504
项目类别：工艺开发与产业化
项目目标：面向物联网产业发展需求，针对我国MEMS传感器走向产业化遇到的规模制造能力薄弱的瓶颈问题，基于CMOS生产线开发满足批量制造要求的硅基MEMS传感器产品工艺，解决规模化制造的一致性、重复性、可靠性等关键技术问题；

建立专业化的硅基MEMS代工平台，达到2000片以上的月产能；突破MEMS的产品设计技术，建立产品设计服务平台，为国内设计单位提供不少于20个免费工程批用于产品研制。

开发通用MEMS封装与测试技术，形成量产能力。

完成10种以上MEMS典型产品加工工艺开发并实现量产。 

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。鼓励产品设计、制造和封装单位组成产业链联合攻关。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝2 : 1：1

项目任务：汽车电子芯片工艺研发与产业化

项目编号：2011ZX02506
项目类别：产品工艺开发与产业化

项目目标：面向汽车动力控制系统、信息系统、安全控制系统和车身控制系统等领域所需的车载控制芯片，建立汽车电子芯片制造工艺平台，完成汽车电子芯片生产体系的建立和质量认证。取得自主知识产权，建立完备的模型库、单元库和IP库。

与芯片设计、封装及汽车电子模块企业合作，整合产业链，合作开发车身、底盘、动力控制、车载信息系统和安全控制系统等典型产品，通过汽车电子模块及整车应用考核，进入整车实际应用，实现量产。为国内设计单位提供不少于20个免费工程批用于产品研制。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励产品设计、制造、封装、应用等上下游单位联合攻关。
执行期限：2011－2014年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5

项目任务：高性能图像传感芯片工艺及产业化
项目编号：2011ZX02801
项目类别：产品工艺开发与产业化
项目目标：面向物联网、消费电子等产业对高性能图像传感器芯片产品的需求，开发320－1000万像素的高性能CIS产品工艺，在单元像素、高质量图像、超低漏电工艺等方面取得自主知识产权，建立产品设计服务平台，完成5－8种高性能CMOS图像传感器芯片产品开发并实现量产。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的集成电路芯片制造企业，并组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励生产企业与设计单位联合承担。

执行期限：2011－2013年
资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5（前立项后补助）

项目任务：0.13μm/0.11μm高端BCD工艺及产业化
项目编号：2011ZX02505
项目类别：产品工艺开发与产业化

项目目标：面向高端SoC和功率系统集成芯片领域，完成内嵌NVM的0.13μm/0.11μm高密度BCD工艺开发与设计服务平台建设，LDMOS电压涵盖12V /18V /32V /40V /60V,提供高性能无源器件包括低温漂SiCr电阻，提供4KV ESD的设计服务，取得自主知识产权，完成5－10种产品的量产。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的集成电路芯片制造企业，并组织产学研用联盟联合承担项目，鼓励生产企业与设计单位联合承担。。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5（前立项后补助）
封装测试装备、工艺及材料

项目任务：高端封装设备与材料应用工程

项目编号：2011ZX02601
项目类别：产品开发与产业化
项目目标：面向SiP、BGA、CSP、WLP等先进、高端封装生产线对设备与材料的要求，由大型骨干封装生产企业建立验证平台，组织开发圆片级封装用设备、高密度封装用设备、双面光刻设备、通孔（TSV）刻蚀设备、圆片减薄设备、高密度倒装设备、极小型封装测试设备、中测探针台及探针卡、相关材料产品。

    设备、材料均需提供给2家以上大型封测骨干企业进行验证，技术参数和性能需满足封装规模化大生产线的要求，通过用户考核，具备产业化能力及市场竞争力。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的大型骨干封装生产企业，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”二次招标，组织设备和材料企业联合实施。
执行期限：2011-2013年

资金集成要求：生产线考核验证费用国拨；设备、材料产品研发经费  国拨：地方：企业＝1 : 1：1（前立项后补助）

项目任务：集成电路产品测试系统与测试技术开发
项目编号：2011ZX02605

项目类别：产品开发及产业化

项目目标：面向集成电路测试市场需求，研究开发高端集成电路数字/模拟/射频产品的测试设备，开发面向高端产品的测试技术，取得自主知识产权。2012年测试系统进入大生产线考核，完成10种以上国产高端芯片典型产品的测试，2013年通过考核，并形成10台以上的销售。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业和企业性质的研究所，与专业测试单位联合承担。在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。 

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1
项目任务：多叠层多芯片系统级集成封装工艺与基板产品开发

项目编号：2011ZX02607
项目类别：工艺技术开发及产业化

项目目标：研究开发CoC、PoP、PiP 、BGA、LGA等多叠层多芯片系统封装生产工艺；研究开发相关基板技术；封装工艺实现超薄芯片厚度50um以下，多功能模块堆叠3层以上，存储器芯片8层以上。

研究开发系列多层基板（含柔性基板）产品。

2012年5种以上典型封装产品（含国产通用CPU）实现量产。 

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业和企业性质的研究所，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。
执行期限：2011-2013年
资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5
项目任务：新型圆片级封装工艺
项目编号：2011ZX02608
项目类别：工艺技术开发与产业化
项目目标：面向高端封装工艺需求，开发凸点数大于3000个、间距小于200um的小间距凸点制作技术和小间距再布线技术并形成量产能力。

在6~12英寸圆片上进行2层布线层的叠加，形成三维结构，最终实现整个芯片上的阵列分布焊区及凸点（或焊球）。

2012年通过5种以上典型产品考核与验证，2013年实现批量使用，具备产业化能力及市场竞争力。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业和企业性质的研究所，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。
执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5

项目任务：高性能CPU封装技术
项目编号：2011ZX02802
项目类别：工艺技术开发与产业化
项目目标：开发面向高性能CPU/GPU的Flip Chip BGA封装工艺，I/O 2000以上，封装焊球5000以上，掌握CPU/GPU及其它高性能芯片的系统级封装设计、仿真、基板及测试等成套关键技术，具备基板、封装、设计、仿真、测试等完整的高端SOC封装能力，形成高端CPU/GPU封装的自主知识产权体系，为01专项及其它国产高性能CPU/GPU提供封装服务。 

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：承担单位要求是独立法人的企、事业单位，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。
执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1   
项目任务：高压大功率IGBT模块封装技术

项目编号：2011ZX02609
项目类别：工艺技术开发与产业化
项目目标：面向智能电网、电动汽车、高速铁路、家电产品和工业控制等领域对高功率IGBT产品的需求，研究开发电流处理能力涵盖50A－1200A、电压涵盖600V-6500V高压高功率IGBT模块设计与制造技术、高压高功率串并联、可靠性设计与评测等应用技术；

建立面向国产IGBT芯片的高压高功率IGBT模块封装大批量生产平台，包括2单元、6单元和7单元功率模块；

建立开放的产品设计制造服务平台，为国家发改委、科技部等相关电力电子器件发展计划提供制造服务与支撑；

10种以上典型产品通过用户考核验证，项目完成后产能达到30万块/月。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，拥有大规模模块封装线，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。鼓励用户单位、产品设计单位与模块制造企业联合承担。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5
项目任务：四边无引脚多圈排列封装技术（框架型）
项目编号：2011ZX02610
项目类别：工艺技术开发及产业化
项目目标：实现64～300引脚数之间封装的小型化和低成本，比同脚位的QFP面积缩小40%，实现规模化量产100万颗以上。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位是独立法人的大型集成电路封装生产企业，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。

执行期限：2011-2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1.5（前立项后补助）
项目任务：多目标先进封装和测试公共服务平台
项目编号：2011ZX02611
项目类别：公共服务平台
项目目标：针对我国集成电路产品孵化需求，构建面向全行业服务的多目标封装（MPP）公共服务平台，建立较为完备的多品种、小批量、快速封装和测试服务能力，具备每年为100种以上国产芯片产品提供快速和先进封测服务的能力。
组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位是独立法人的企、事业单位，组织产学研用联盟联合承担项目，在专项总体组指导下，通过“封测产业链技术创新战略联盟”组织实施。
执行期限：2011－2013年
资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1
集成电路制造关键材料

项目任务：区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制

项目编号：2011ZX02701
项目类别：产品开发与产业化
项目目标：面向高压大功率IGBT芯片产品制造需求，研究开发直径200mm和150mm区熔硅单晶片产业化技术，形成性能稳定的批量生产能力；满足1200V－3300V IGBT 芯片产业化对区熔硅单晶的要求和4500－6500V以上 IGBT芯片的研制需求；

2012年提供生产线用户考核认证，2013年形成5000片/月以上的销售。

研究开发国产区熔单晶炉，2012年进入生产线考核并通过用户验证，形成批量供货，提供IGBT材料项目使用。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业和企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。鼓励材料生产和设备研制公司联合申请。
执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：极紫外光刻胶技术研究

项目编号：2011ZX02702
项目类别：关键技术研究 

项目目标：面向极紫外光刻技术的应用需求，开展极紫外光刻胶制备技术研究，建立高端光刻胶研发能力，研制出光刻胶样品，提供给相关单位试用。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企、事业单位，研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，组织产学研用联盟联合承担项目。
执行期限：2011年－2013年

项目任务：65-45nm芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化

项目编号：2011ZX02703
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：开发面向65-45nm技术节点的先进铜互连用超高纯电镀液（VMS）及电镀液添加剂，包括65-45nm以下的Damascene工艺和TSV等工艺过程所需铜互连电镀液及添加剂。性能指标达到同类产品国际先进水平，2013年通过2家以上大生产线考核并实现销售。达到月产70吨电镀液和月产5吨添加剂产能。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：超低k 互连材料以及有机液态源研发与产业化

项目编号：2011ZX02704
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：面向45-32nm的低k薄膜材料制备以及前驱体的合成工艺；面向90 nm低k液态源材料的规模化生产。制备2-3种k = 2.3-2.7的低k薄膜材料和1-2种k = 2.1-2.3的超低k薄膜材料；至少完成三类五种低k前驱体合成路线；通过2－3家国内集成电路生产企业的考核验证；达到年产10吨级高纯品和1吨级电子级纯品生产规模。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 

项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质的研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011－2013年

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1

项目任务：超高纯系列溅射靶材开发与产业化

项目编号：2010ZX02501
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：针对45-28纳米集成电路工艺需求，研究开发和完善超高纯靶材原材料提纯技术和品质控制技术，提升超高纯溅射靶材相关技术和质量，开发铜合金、镍等金属靶材产品，相关于2012年通过大生产线考核认证，实现批量稳定供货。 

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2010-2012

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1（前立项后补助）
项目任务：45－28nm集成电路关键抛光材料研发与产业化
项目编号：2011ZX02705
项目类别：产品开发与产业化

项目目标：研究开发满足45-28纳米集成电路芯片制造工艺需求的化学机械抛光液产品和单晶硅片抛光液产品，产品性能满足45-28纳米集成电路工艺，通过2家以上集成电路大生产企业的合格供应商考核、认证，开发年产万吨级规模生产技术，实现批量稳定供货。

组织实施方式：公开招标，择优支持，系统组织 
项目承担单位要求：主承担单位要求是独立法人的企业或企业性质研究所，组织产学研用联盟联合承担项目。研发团队应有稳定的队伍并有国际前沿技术研发能力，需要具备知识创新能力，具备产业化能力和经验。

执行期限：2011-2013

资金集成要求：国拨：地方：企业＝1 : 1：1（前立项后补助）
附件2：《项目申报书》编写要求：

文件编写：以中文编写，要求语言精炼，数据真实、可靠。

文件规格：一律用A4纸，仿宋四号字打印并装订成册，一式20份，同时附上电子版（光盘）。

《项目申报书》应有主承担单位法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部文件须包装完好，封皮上写明项目名称、单位名称、地址、邮政编码、电话、联系人。

附件3：与《项目申报书》、同时提交的相关附件材料包括：

需承担单位提供企业自筹经费的项目应提供申请单位的自筹资金保证书（企业应提交董事会决议）；

需地方政府提供配套经费的项目应提供由省科技厅或计划单列市科技局出具的经费配套承诺文件；

联合申请项目的正式合作协议；

产业化项目需提供企业近3年度资产负债表与损益表及现金流量表；

产业化项目需提供申请单位营业执照或法人代码证；

其它证明文件（如质量体系认证、专利证书、获奖证书等文件）。

申请材料类研发项目的单位，需提供承担单位环评资质文件。

附件4 项目申报书格式

受理编号： 

                                        密级：□公开  □秘密  □机密  □绝密
国家科技重大专项项目（课题）可行性研究报告
(申报书)

（参考格式）

专项名称：                                             
项目（课题）名称：                                     
项目（课题）责任单位：                                 
项目（课题）组长：                                     
项目（课题）年限：20     年     月 至20    年    月

填报日期：        20  　 年     月     日

中华人民共和国科学技术部制

二〇    年    月

填 写 说 明

为建立统一、规范的重大专项信息管理制度，加强重大专项信息的管理，我们研究设计了《国家科技重大专项项目（课题）可行性研究报告（申报书）》格式和填写要求。

一、请严格按照表中要求填写各项。

二、项目（课题）可行性研究报告只能由法人提出，可以由一家单位组织，也可以由多家单位联合组织。每个项目（课题）只能有一家责任单位和一个组长。项目（课题）组长由项目（课题）责任单位指定。

三、项目（课题）可行性研究报告由项目（课题）责任单位编写，并报专项实施管理办公室汇总；

四、项目（课题）可行性研究报告中第一次出现外文名词时，要写清全称和缩写，再出现同一词时可以使用缩写。

五、组织机构代码是指项目责任单位组织机构代码证上的标识代码，它是由全国组织机构代码管理中心所赋予的唯一法人标识代码。
六、编写人员应客观、真实地填报报告材料，尊重他人知识产权，遵守国家有关知识产权法规。在项目（课题）可行性研究报告中引用他人研究成果时，必须以脚注或其他方式注明出处，引用目的应是介绍、评论与自己的研究相关的成果或说明与自己的研究相关的技术问题。对于伪造、篡改科学数据，抄袭他人著作、论文或者剽窃他人科研成果等科研不端行为，一经查实，将记入信用记录。
七、此表可在科技部网站下载。

八、此表为重大专项项目（课题）可行性研究报告的基本信息，各重大专项实施管理办公室可根据自身的特点，适当增加相应的内容。

一、项目（课题）基本信息

	项目（课题）名称
	

	项目（课题）密级
	
	预计完成时间
	

	项目（课题）活动类型
	
	预期成果类型
	

	项目

（课题）

责任

单位

信息
	单位名称
	
	单位性质
	

	
	通讯地址
	
	邮政编码
	

	
	所在地区
	
	单位主管部门
	

	
	联系电话
	
	组织机构代码
	

	
	传真号码
	
	单位成立时间
	

	
	电子信箱
	

	项目

（课题）

组长

信息
	姓名
	
	性别
	

	
	出生日期
	
	职称
	

	
	最高学位
	
	从事专业
	

	
	固定电话
	
	移动电话
	

	
	传真号码
	
	电子信箱
	

	
	证件类型
	
	证件号码
	

	联合

单位

信息
	单位名称
	单位性质
	组织机构代码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	项目

（课题）

经费
来源
（万元）
	总经费
	

	
	申请专项资助
	

	
	其它国家级资助(包括部门匹配)
	

	
	地方政府匹配
	

	
	银行贷款
	

	
	自有资金
	

	
	其它资金
	

	
	经费备注
	


	项目（课题）简介（简要说明项目（课题）立项的必要性、项目（课题）目标、技术方案、筹资方案、组织方式、相关基础条件等）



二、项目（课题）立项的必要性分析
	2.1项目（课题）与专项、项目目标和任务的相关性（说明项目（课题）任务在完成专项、项目目标和任务中的作用）

2.2项目（课题）与示范工程，以及其他项目（课题）的关系

2.3 项目（课题）预期解决的重大问题



三、项目（课题）目标和任务
	3.1 项目（课题）总体目标，考核指标（技术和经济效益，示范基地、中试线、试验平台和基地、生产线及其模式等相关产业化指标）




3.2 项目（课题）年度任务和考核指标

	年度
	年度任务
	年度考核指标
	重要任务的时间节点

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	


3.3 联合单位任务分工情况

	任务名称
	联合单位
	任务负责人
	目标
	研究内容
	考核指标
	重要任务的时间节点
	建议专项经费（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：可根据内容自行调整

四、项目（课题）技术方案
	4.1项目（课题）技术路线及其先进性和可行性分析（含技术引进消化吸收方案）（说明其主要技术创新点）


	4.2知识产权和技术标准分析及对策（含国际竞争力分析）


	4.3预期产品的市场分析或技术成果应用分析



五、基础条件和优势

	5.1项目（课题）责任和联合单位、团队的基本情况（包括实力和基础，以往的业绩和成就，承担相关项目（课题）情况）


	5.2 项目（课题）责任及联合单位与国内外同类机构的优势比较分析（完成项目（课题）预期目标的技术、人才、机制、设施设备优势等）






	所在单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目（课题）中职务及分担的任务
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计为本项目（课题）工作时间（人月）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专  业
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	职务
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	职称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	出生日期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	性别
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	姓  名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	5.4项目（课题）负责人及主要骨干人员的情况(从事过的主要研究及所负责任和作用，主要研究和产业化成果、发明专利和获奖情况，在国内外主要刊物上发表论文情况，特别是与本项目（课题）相关的研究成果情况等)



	5.5项目（课题）主要骨干人员目前承担其它国家科技计划项目（课题）情况（请填写下表,如有未尽事宜应进行说明）

	姓名
	承担项目（课题）名称
	项目（课题）经费数

（万元）
	项目（课题）开始

时间
	项目（课题）结束

时间
	所属科技

计划

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他说明事项：


六、项目（课题）组织方式及管理机制

	6.1项目（课题）的组织管理（组织方式和机制、产学研结合、创新人才队伍的凝聚和培养等）

	6.2项目（课题）与其他专项项目（课题）、其他科技计划的衔接方案（包括技术和产品研发链、产业化链、基础设施共享共用等方面）


七、项目（课题）预算及筹资方案

	7.1项目（课题）经费预算及说明（包括总经费和申请专项经费的支出和来源概算） 
 单位：万元

	科目名称
	总预算
	其中：专项经费
	备   注

	一、经费支出
	
	
	

	  1. 设备费
	
	
	

	    （1）购置设备费 
	
	
	

	    （2）试制设备费
	
	
	

	    （3）设备改造与租赁费
	
	
	

	  2.材料费
	
	
	

	  3.测试化验加工费
	
	
	

	  4.燃料动力费
	
	
	

	  5.差旅费
	
	
	

	  6.会议费
	
	
	

	  7.国际合作与交流费
	
	
	

	  8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	
	
	

	　9. 劳务费
	
	
	

	10.专家咨询费
	
	
	

	11.管理费
	
	
	

	12.其他
	
	
	

	二、经费来源
	
	
	

	  1.申请从重大专项经费获得的资助
	
	
	

	  2.申请从地方财政获得的资助
	
	
	

	  3.单位自筹经费
	
	
	

	  4.其他经费来源
	
	
	


	7.2预算说明（空间不够时，可加页说明）

以下两项是从科目和任务两个角度对经费预算进行说明，两项各自的总计应平衡。
（一）对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算）

  1. 设备费

  2.材料费

  3.测试化验加工费

4.燃料动力费

  5.差旅费

  6.会议费

  7.国际合作与交流费

  8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费

  9.劳务费

10.专家咨询费

11.管理费

12.其他开支项


	（二）项目（课题）的主要研究内容、任务分解，以及经费预算的需求、测算方法、测算依据等相关说明

  1、研究任务一

  2、研究任务二

3、研究任务三

  4、研究任务四

  5、研究任务五


	（三）其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并附相关的证明材料）




八、市场、技术、投融资、政策等方面的风险分析及其对策
	


九、附件
	9.1项目（课题）责任单位和联合单位之间的联合协议或合同（协议或合同中应加盖所有协议签署单位的公章，若项目（课题）只有一家承担单位可不填写此项）


	9.2其它




十、审核意见

	项目（课题）责任单位意见
                            法定代表人签字：
                               单位盖章：

                                               二〇    年    月    日

	地方（或行业）有关部门（单位）意见（在承诺提供配套支持的情况下签署意见）

                           单位盖章：
                                               二〇    年    月    日



十一、声明
本项目（课题）组长和责任单位承诺：项目（课题）可行性研究报告所有信息真实准确，所有承诺诚信可靠。如有失实，愿意承担相关责任。

                         项目（课题）组长签字：
项目（课题）责任单位法定代表人签字：

年   月   日

	其它需要声明的事项
	是
	否

	1.本项目（课题）研究是否涉及敏感的科技伦理问题？（包括人类生命、人类生物样本、私人生命信息、基因信息等）

如涉及，请在其它附件中说明本研究涉及的敏感伦理问题及其处理方式。
	□
	□

	2.是否有申请回避本项目（课题）评审的同行专家？

如有，请在表一中列出不超过2名的建议回避的同行专家名单。
	□
	□

	3.项目（课题）责任单位是否具有国家级基地称号？

如是，请在表二中列出具体的基地名称，并在其它附件中提供相关证明文件的复印件。
	□
	□


表一：项目（课题）责任单位（组长）回避申请表

专项实施管理办公室：

    由于存在学术观点冲突，在对本项目（课题）可行性研究报告进行评审/评议过程中，请求下述专家或单位予以回避（最多可申请回避两名专家和一家单位，单位回避的原则是，大学到院系，研究院到法人所（中心），企业到法人单位）：

	专家姓名
	工作单位
	回避理由

	
	
	

	
	
	

	单位名称
	回避理由

	
	


表二：项目（课题）责任单位具有的国家级基地信息

	序号
	类  别
	基地名称
	证明文件(附件)

	1
	863计划研发基地
	
	

	2
	863计划产业化基地
	
	

	3
	国家工程（技术）研究中心
	
	

	4
	国家重点实验室
	
	

	5
	国家工程实验室
	
	

	6
	国家认定企业技术中心
	
	

	7
	其它
	
	


5.3项目（课题）的主要人员情况
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